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(57) Abstract: The invention relates to an electronic component (1) comprising: a base plate (2) having a closed base plate part (2.1)
and an at least partially open base plate part (2.2), wherein the at least partially open base plate part (2.2) has a welding collar
(2.2.2); a circuit board (3), wherein the circuit board (3) is arranged between the closed base plate part (2.1) and the at least partially
open base plate part (2.2); a circuit carrier (4) connected to the circuit board (3), wherein the circuit carrier (4) is accommodated in a
recess (3.1) of the circuit board (3) and in a recess (2.2.1) of the at least partially open base plate part (2.2); and a cover element (6)
for protecting the circuit carrier (4) from external surroundings, wherein the cover element (6) has a flange area (6.3) which is
arranged lying on the welding collar (2.2.2) and is welded to the same. The invention also relates to a method for producing an

elec

tronic component (1) of this type.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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betriftt eine Elektronische Komponente(1), umfassend -eine Grundplatte (2), aufweisend ein geschlossenes Grundplattenteil (2.1)
und ein zumindest partiell gedtfnetes Grundplattenteil (2.2), wobei das zumindest partiell geétfnete Grundplattenteil (2.2) einen
Schweillkragen (2.2.2) aufweist, -eine Leiterplatte (3), wobei die Leiterplatte (3) zwischen dem geschlossenen Grundplattenteil
(2.1) und dem zumindest partiell gedffneten Grundplattenteil (2.2) angeordnet ist, -einen mit der Leiterplatte(3) verbundenen
Schaltungstréager (4), wobei der Schaltungstréger (4) in einer Aussparung (3.1) der Leiterplatte (3) und in einer Aussparung (2.2.1)
des zumindest partiell gedffneten Grundplattenteils (2.2) aufgenommen ist, und -ein Abdeckelement (6) zum Schutz des
Schaltungstrégers (4) gegeniiber einer dulleren Umgebung, wobei das Abdeckelement (6) einen Flanschbereich (6.3) aufweist,
welcher auf dem Schweillkragen (2.2.2) liegend angeordnet und mit diesem verschweilt ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein
Verfahren zur Herstellung einer solchen elektronischen Komponente(1).
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Beschreibung

Elektronische Komponente und Verfahren zu deren Herstellung

Die Erfindung betrifft eine elektronische Komponente. Die
Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung einer

solchen elektronischen Komponente.

Zur Steuerung fahrzeuginterner Komponenten werden Steuergerate,
z. B. Getriebesteuergerate, in Fahrzeugen eingesetzt. Ein
Steuergerat ist eine elektronische Komponente, bei welcher
elektronische BRaugruppen auf einem Schaltungstrager zu einer
elektrischen Schaltungsanordnung zusammengefithrt sind. Der
Schaltungstrager ist auf einer metallischen Grundplatte, z. B.
eine Aluminium-Grundplatte, aufgebracht und beispielsweise mit

dieser verklebt.

Zur Fihrung von elektrischen Eingangs- und Ausgangssignalen zu
elektronischen Komponenten der Schaltungsanordnung, z. B.
Sensoren, bzw. zu externen Komponenten, z. B. ein Fahrzeug-
stecker, ist auf der Grundplatte eine Leiterplatte angeordnet,
mit welcher der Schaltungstridger elektrisch leitend verbunden
ist. Die Leiterplatte ist beispielsweise eine flexible oder
starre Leiterplatte und mit der Grundplatte ilber einen

Laminatverbund stoffschliissig verbunden.

Zur Abdichtung eines Elektronikraums des Schaltungstrégers
gegenliber einer auBeren Umgebung ist beispielsweise eine
Elastomerdichtung vorgesehen, welche zwischen der Leiterplatte
und einem den Elektronikraum von der aduleren Umgebung ab-
grenzenden Abdeckelement angeordnet ist. Das Abdeckelement ist
beispielsweise aus Kunststoff geformt und kraftschlissig, z. B.
mittels Schraub- oder Nietverbindungen, mit der Leiterplatte

und/oder der Grundplatte verbunden.

Zur Erhéhung einer Dichtheit kdénnen die Elastomerdichtung durch
ein Laminat und das aus Kunststoff gebildete Abdeckelement durch

ein metallisch ausgebildetes Abdeckelement ersetzt werden. Zur
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Herstellung des Laminats wird im Anschluss an eine Montage und
elektrische Verbindung des Schaltungstridgers mit der Leiter-
platte eine Klebeverbindung zwischen der flexiblen Leiterplatte
und dem Abdeckelement unter Temperatur- und Druckeinfluss
hergestellt. Dieser Prozess wird beispielsweise in einer Un-

terdruckkammer durchgefihrt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine gegeniiber dem
Stand der Technik verbesserte elektronische Komponente sowie ein
geeignetes Verfahren zur Herstellung einer solchen elektro-

nischen Komponente anzugeben.

Hinsichtlich der elektronischen Komponente wird die Aufgabe
erfindungsgemal mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen
geldst. Hinsichtlich des Verfahrens wird die Aufgabe erfin-

dungsgemall mit den in Anspruch 9 angegebenen Merkmalen geldst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der

Unteranspriche.

Eine erfindungsgemdBe elektronische Komponente umfasst eine
Grundplatte, aufweisend ein geschlossenes Grundplattenteil und
ein zumindest partiell gedffnetes Grundplattenteil, wobei das
zumindest partiell gedffnete Grundplattenteil einen Schweili-
kragen aufweist. Weiterhin umfasst die elektronische Komponente
eine Leiterplatte, wobei die Leiterplatte zwischen dem ge-
schlossenen Grundplattenteil und dem zumindest partiell ge-
6ffneten Grundplattenteil angeordnet ist. Ferner umfasst die
elektronische Komponente einen mit der Leiterplatte verbundenen
Schaltungstrager, welcher in einer Aussparung der Leiterplatte
und in einer Aussparung des zumindest partiell gedffneten
Grundplattenteils aufgenommen ist. Dariiber hinaus umfasst die
elektronische Komponente ein Abdeckelement zur Abdeckung des
Schaltungstragers gegeniiber einer auBeren Umgebung, wobei das
Abdeckelement einen Flanschbereich aufweist, welcher auf dem

SchweilRkragen liegend angeordnet und mit diesem verschweillt ist.
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Dadurch, dass das Abdeckelement mit einem Grundplattenteil
verschweilRt ist, kann eine gegeniiber dem Stand der Technik
verbesserte Abdichtung des Schaltungstrdgers zu einer &aulleren
Umgebung erreicht werden. Der Schaltungstrager und eine darauf
angeordnete elektronische Schaltungsanordnung sind somit ge-
geniiber dem Stand der Technik besser vor potentiell schadlichen
Einflissen geschiitzt und eine Zuverlédssigkeit hinsichtlich einer
Funktion der Schaltungsanordnung verbessert. Beispielsweise
wird die elektronische Komponente in einem Motorraum eines
Fahrzeugs, z. B. als Getriebesteuergerdt, eingesetzt und ist
aggressiven Medien, z. B. Getriebedl, ausgesetzt. Gegeniiber dem
Stand der Technik kann somit eine Lebenserwartung der elekt-

ronischen Komponente erhdht werden.

Vorzugsweise ist das Abdeckelement metallisch, z. B. aus Stahl
oder Aluminium, ausgebildet und bestdndig gegen eingesetzte
Medien, z. B. Ole.

Gemdl einer Ausgestaltung der Erfindung sind das zumindest
partiell gedffnete Grundplattenteil, das geschlossene Grund-
plattenteil und das Abdeckelement metallisch und dabei vor-
zugsweise aus dem gleichen Material, insbesondere Metall,
gebildet. Dies erleichtert Flgeverfahren, insbesondere den
Schweilprozess, bei dem die Komponenten im Schmelzbereich hohen
Temperaturen ausgesetzt sind. Weisen alle Komponenten den
gleichen oder anndhernd gleichen Warmeausdehnungskoeffizienten
auf, ist eine Verbindung zwischen den Komponenten mechanisch
stabiler als bei unterschiedlichen Warmeausdehnungskoeffi-
zienten. In Abhangigkeit thermischer Einsatzbedingungen, eines
Laminatmaterials und des SchweiBverfahrens selbst kdnnen auch
Materialkombinationen mit unterschiedlichen Warmeausdeh-

nungskoeffizienten zum Einsatz kommen.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung unterscheiden sich
die Materialdicken zwischen dem zumindest partiell gedffneten
Grundplattenteil und dem geschlossenen Grundplattenteil. Das
geschlossene Grundplattenteil kann somit dicker als das zu-

mindest partiell gedffnete Grundplattenteil sein oder anders
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herum. Damit konnen bei gleichzeitiger Sicherstellung der
mechanischen Stabilitdt der Grundplatte Materialkosten ein-

gespart werden.

Der SchweiBkragen ist in einem die Aussparung des zumindest

partiell gedffneten Grundplattenteils begrenzenden Randbereich
ausgebildet. Das zumindest partiell gedffnete Grundplattenteil
ist dabei auf einfache Art und Weise herstell- und ausformbar.
Zweckmaligerweise sind der Schweillkragen und der Flanschbereich
umlaufend ausgebildet, so dass eine vollstandige Abdichtung der

Schaltungsanordnung sichergestellt ist.

Der Schaltungstréager, auf welchem die Schaltungsanordnung
angeordnet ist, ist mit dem geschlossenen Grundplattenteil
adhdsiv verbunden. Beisgspielsweise ist der Schaltungstrager
mittels eines Warmleitklebers mit dem geschlossenen Grund-
plattenteil verklebt.

Zur elektrischen Kontaktierung der Schaltungsanordnung ist diese
mittels einer Anzahl an Bonddrédhten elektrisch leitend mit der

Leiterplatte verbunden.

Ferner ist ein erfindungsgemédfBes Verfahren zur Herstellung einer
elektronischen Komponente vorgesehen, bei welchem die Lei-
terplatte beidseitig mit einem Laminat versehen wird und an-
schlielRend zwischen das geschlossene Grundplattenteil und das
zumindest partiell gedffnete Grundplattenteil angeordnet wird.
Unter Ausbildung eines Laminatverbunds wird die Leiterplatte mit
dem geschlossenen Grundplattenteil und dem zumindest partiell
gedbffneten Grundplattenteil stoffschliissig verbunden. An-
schlieRend wird das Abdeckelement mit dem Flanschbereich auf den

SchweilRkragen aufgesetzt und mit diesem verschweilt.

Das Verfahren weist gegeniiber dem Stand der Technik weniger
Verfahrensschritte auf und ist zudem kostenglinstiger durch-
fiihrbar. Insbesondere der groRflachige Verbund beider Grund-

plattenteile mit dem abschlieRenden SchweiBprozess ist einfach
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und kostengliinstig durchfithrbar und erhdoht eine Dichtigkeit der

elektronischen Komponente im Bereich der Schaltungsanordnung.

Zum SchweiBen des Abdeckelements wird ein Kondensatorimpuls-

schweilen durchgefihrt. Alternativ kdnnen auch Laser- oder

Reib-Rithrschweilverfahren angewandt werden.

Ausfihrungsbeispiele der Erfindung werden im Folgenden anhand

von Zeichnungen naher erlautert.

Dabei1

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

zeigen:

1 schematisch ein bekanntes Ausfithrungsbeispiel einer
elektronischen Komponente ohne ein Abdeckelement in

Draufsicht,

2 schematisch ein bekanntes Ausfithrungsbeispiel einer
elektronischen Komponente mit einem Abdeckelement in

Draufsicht,

3 schematisch eine perspektivische Darstellung eines
weiteren bekannten Ausfihrungsbeispiels einer

elektronischen Komponente,

4 schematisch eine Schnittdarstellung eines erfin-
dungsgemaBen Ausfiihrungsbeispiels einer elektroni-

schen Komponente,

5 schematisch einen Ausschnitt aus einem erfindungs-
gemédlBen Ausfiihrungsbeispiel einer elektronischen

Komponente in Explosionsdarstellung und

6 schematisch eine Seitenansicht des in Figur 5 ge-
zeigten Ausfihrungsbeispiels im zusammengesetzten

Zustand.

Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den

gleichen Bezugszeichen versehen.
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Die Figuren 1 und 2 zeigen jeweils schematisch eine beispiel-
hafte Ausfihrung einer bekannten elektronischen Komponente 1 in

Draufsicht.

Die elektronische Komponente 1 ist beispielsweise ein Steuer-
gerat flr ein Kraftfahrzeug, z. B. ein Getriebesteuergerat, und
umfasst eine Grundplatte 2, eine Leiterplatte 3, einen
Schaltungstrager 4 mit einer Schaltungsanordnung 5 und ein
Abdeckelement 6.

Die Grundplatte 2 ist weitestgehend starr ausgebildet und dient
einer mechanischen Stabilitat der elektronischen Komponente 1.
Die Grundplatte 2 ist beispielsweise aus Metall, z. B. aus Stahl

oder Aluminium, gebildet.

Die Leiterplatte 3 ist einlagig oder mehrlagig ausgebildet und
weist elektrisch leitfahige Strukturen auf, z. B. Kupferlei-
terbahnen, auf. Des Weiteren kann die Leiterplatte 3 mechanisch
flexibel ausgebildet sein und ist mit der Grundplatte 2 im
Bereich des Schaltungstragers 4 adhasiv verbunden, z. B. mittels

einer Klebeverbindung.

Der Schaltungstrager 4 ist mit der Leiterplatte 3 mechanisch
verbunden. Beispielsweise ist der Schaltungstrager 4 mit der
Leiterplatte 3 verschweiBt, verklebt und/oder kraftschlissig
verbunden. Die elektrisch leitfahigen Strukturen in der Lei-
terplatte 3 ermdglichen dabei eine elektrische Anbindung der
Schaltungsanordnung 5 auf dem Schaltungstridger 4 an externe
Komponenten, z. B. fahrzeuginterne Komponenten. Dies kann
beispielsweise mittels einer Bondverbindung erfolgen, wobei dies

im vorliegenden Ausfihrungsbeispiel nicht dargestellt ist.

Die Schaltungsanordnung 5 umfasst eine Anzahl hier nicht naher
dargestellter elektronischer Komponenten, die beispielsweise

mittels eines elektrisch leitfdhigen Klebstoffs und/oder einer
Vergussmasse stoffschliissig auf dem Schaltungstrager 4 fixiert

sind.
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Zur Abdichtung der Schaltungsanordnung 5 gegeniiber einer dulleren
Umgebung ist zum einen ein Dichtelement 7 vorgesehen, welches
beispielsweise aus einem Elastomer gebildet ist und den

Schaltungstrager 5 umlaufend umschlieBt. Das Dichtelement 7 ist
dabei stoffschliissig, z. B. mittels SpritzgieBen oder Kleben, mit

der Leiterplatte 3 verbunden.

Zum anderen ist zur Abdichtung der Schaltungsanordnung 5 ge-
genilber der duBeren Umgebung das Abdeckelement 6 vorgesehen,
welches mit der Leiterplatte 3 verbunden wird und die Schal-

tungsanordnung 5 dabei vor der &duReren Umgebung verschlielt.

Das Abdeckelement 6 ist hierbei aus Kunststoff gebildet und gemal
dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel kraftschlissig mit der
Leiterplatte 3 verbunden. Insbesondere ist das Abdeckelement 6
mittels einer Mehrzahl von Befestigungselementen 8, z. B.
Schrauben oder Nieten, mit der Leiterplatte 3 verbunden, wobei
die Befestigungselemente 8 durch die Leiterplatte 3 hindurch in
die Grundplatte 2 ragen, so dass das Abdeckelement 6 auch mit der

Grundplatte 2 verbunden ist.

Im vorliegenden Ausfihrungsbeispiel sind Abmessungen des Ab-
deckelements 6, insbesondere eine Breite und Lange des Ab-
deckelements 6, im Wesentlichen gleich mit den Abmessungen der
Grundplatte 2 und der Leiterplatte 3.

Figur 3 zeigt schematisch ein weiteres bekanntes Ausfiih-

rungsbeispiel einer elektronischen Komponente 1.

Hierbei ist das Abdeckelement 6 zweiteilig ausgefiithrt. Ein Teil
des Abdeckelements 6 ist beispielsweise als Metalldeckel 6.1
ausgebildet und weist Abmessungen auf, die in etwa gleich der

Abmessungen des Schaltungstragers 4 sind.

Der Metalldeckel 6.1 ist auf den Schaltungstrager 4 aufgesetzt
und auf die Leiterplatte 3 laminiert. Beim Laminieren wird dabei
unter Einfluss von Druck und Temperatur eine adhdsive Verbindung

zwischen der Leiterplatte 3 und dem Metalldeckel 6.1 herge-
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stellt. Der mittels des Metalldeckels 6.1 von der auleren
Umgebung abgeschirmte Raum wird hierbei auch als Schaltungs-

tragerraum bezeichnet.

Der andere Teil des Abdeckelements 6 ist als ein Kunststoff-
deckel 6.2 ausgebildet, welcher eine Aussparung 6.2.1 aufweist,
deren Abmessungen im Wesentlichen den Abmessungen des Me-
talldeckels 6.1 entsprechen. Der Kunststoffdeckel 6.2 wird
gemall dem Abdeckelement 6 in Figur 1 mit einer Anzahl von
Befestigungselementen 8 kraftschlissig mit der Leiterplatte 3
und der Grundplatte 2 verbunden und schiitzt den tbrigen Teil der

Leiterplatte 3, welcher nicht den Schaltungstrager 4 aufnimmt.

Das Laminieren des Metalldeckels 6.1 erfolgt im Anschluss an die
Montage des Schaltungstragers 4 und der elektrischen Anbindung
der Schaltungsanordnung 5. Das Laminieren erfolgt beispielsweis

in einer Unterdruckkammer.

Gemal dem vorliegenden Ausfihrungsbeispiel sind zwei
Laminierprozesse erforderlich. Zumeinen wird die Leiterplatte 3
auf die Grundplatte 2 laminiert und zum anderen wird der Me-
talldeckel 6.1 auf die Leiterplatte 3 laminiert.

Beispielsweise wird beim Laminierprozess des Metalldeckels 6.1
ein Laminat (hier nicht dargestellt) am Metalldeckel 6.1

vorgeheftet und flir einen vorgegebenen Zeitraum bei einer hohen
Temperatur unter Druck laminiert. Im Anschluss daran folgt eine

langere Aushédrtezeit bei hoher Temperatur.

Aus diesem zeit- und kostenintensiven Laminierprozess resultiert
zusdtzlicher mechanischer Stress flir alle Bauteile, die der
thermischen Belastung ausgesetzt sind, wie z. B. der Schal-
tungstrager 4 und Komponenten der Schaltungsanordnung 5.
Mehrere Bauteile, wie z.B. Widerstdnde, eine sogenannte
CAN-Drossel, keramische Kondensatoren usw., werden dabei sehr
hohen Temperaturen ausgesetzt, wobei die Zuverlassigkeit der

Bauteile verringert und die Ausfallrate erhoht wird.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aus den Laminier-
prozessen lange Prozesszeiten und hohe Herstellungskosten

resultieren.

Des Weiteren ist beim vorliegenden Ausfiithrungsbeispiel der

Nachweis einer Dichtigkeit erschwert, da die Laminierprozesse
zur Erhdéhung der Dichtigkeit unter Vakuumbedingungen durch-

gefihrt werden. Damit kann wahrend der Laminierprozesse kein Gas,
z. B. Helium oder ein anderes Gas, in den Schaltungstrdgerraum
eingebracht werden, dessen im Schaltungstrdgerraum verbleibende
Menge mit einem entsprechenden Sensor, z. B. eine Heliumsonde,

ilber einen vorgegebenen Zeitraum erfasst wird.

Denkbar wdre ein geeignetes Gas durch eine in der Grundplatte 2
eingebrachte Durchgangsdéffnung zu applizieren, welche im An-

schluss jedoch auch wieder gasdicht verschlossen werden muss.

Des Weiteren wird hierbei zusadtzlich ein Verstemmprozess mit

einer entsprechenden Belastung der Laminierstelle erforderlich.

Zum Schutz der Oberflachen der Elektronikkomponenten und
Verbindungen wird tiblicherweise ein Verguss aufgebracht. Dieser
kann bei Verunreinigung der angrenzenden Laminierflachen zu
Ausfdllen durch Undichtigkeit fihren, weshalb entsprechende
ZusatzmaBnahmen, z. B. eine technische Begrenzung oder Kom-
promisse hinsichtlich einer Menge, einer Zusammensetzung oder
eines Prozesses erforderlich sind. Da im vorliegenden Aus-
fihrungsbeispiel kein solcher dichtender Begrenzungsrahmen
vorgesehen ist bzw. ein solcher zusadtzliche Kosten verursachen
wiirde, ist ein Verguss der Schaltungsanordnung 5 auf dem
Schaltungstrager 4 mit einer Vergussmasse, z. B. Silikon-
kautschuk, erschwert. Ebenso ist bei der Verwendung eines
thixotropen Gels eine Blasenbildung in der Vergussmasse mdglich,
da das thixotrope Gel unter Vakuumbedingungen sehr schnell

aushartet.

Dariber hinaus kann durch Bildung niedermolekularer Siloxane ein

Verlust der Vergussmasse entstehen, auch als Ausbluten bekannt,
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so dass eine zuverlassige Abdichtung der Schaltungsanordnung 5
gegeniiber der duBleren Umgebung nicht iiber eine Lebensdauer der

elektronischen Komponente 1 sichergestellt werden kann.

Zur Losung der genannten Probleme wird eine erfindungsgemdle
elektronische Komponente 1 vorgeschlagen, die nachfolgend

beschrieben wird.

Figur 4 zeigt dazu schematisch ein erfindungsgemafles Ausfih-
rungsbeispiel einer elektronischen Komponente 1 in einer

Schnittdarstellung, insbesondere in einem Langsschnitt.

Die Grundplatte 2 ist hierbei zweiteilig ausgefiihrt und umfasst
ein geschlossenes Grundplattenteil 2.1 und ein zumindest
partiell gedffnetes Grundplattenteil 2.2, wobei das ge-
schlossene Grundplattenteil 2.1 gegeniiber dem zumindest par-
tiell gedffneten Grundplattenteil 2.2 eine geringere Materi-
aldicke aufweist. Alternativ kann das geschlossene Grund-
plattenteil 2.1 auch eine gegeniilber dem zumindest partiell
gedbffneten Grundplattenteil 2.2 erhdhte oder gleiche Materi-

aldicke aufweisen.

Zwischen dem geschlossenen Grundplattenteil 2.1 und dem zu-
mindest partiell gedffneten Grundplattenteil 2.2 ist die
Leiterplatte 3 angeordnet, wobei das geschlossene Grundplat-
tenteil 2.1, das zumindest partiell gedffnete Grundplatten-
teil 2.2 und die Leiterplatte 3 als Laminatverbund stoff-
schlissig miteinander verbunden sind. Die Leiterplatte 3 ist

hierbei beidseitig mit einem Laminat L versehen.

Die Leiterplatte 3 und das zumindest partiell gedffnete
Grundplattenteil 2.2 weisen jeweils eine Aussparung 3.1, 2.2.1
im Bereich des Schaltungstragers 4 auf, welcher hierbei auf dem
geschlossenen Grundplattenteil 2.1 angeordnet und mit diesem
kraft- und/oder form- und/oder stoffschliissig verbunden ist.
Beispielsweise ist der Schaltungstrdger 4 mit dem geschlossenen
Grundplattenteil 2.1 verklebt, z. B. mittels eines Warme-
leitklebers.
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Eine elektrische Kontaktierung der auf dem Schaltungstrager 4
angeordneten Schaltungsanordnung 5 erfolgt hierbei mittels
einer Bondverbindung, die zwei Bonddrdhte 9 umfasst. Alternativ
kann die Bondverbindung auch mehr oder weniger Bonddrahte 9

umfassen.

Zur Abdichtung der Schaltungsanordnung 5 gegeniiber der adulleren
Umgebung ist auch hierbei ein Abdeckelement 6 vorgesehen,
welches vorzugsweise analog zum Ausfihrungsbeispiel gemall Figur
3 aus Metall, z. B. Stahl gegebenenfalls vernickelt oder

Aluminium, gebildet ist.

Das Abdeckelement 6 ist weiterhin wannenfdrmig ausgebildet und
welist einen umlaufenden Flanschbereich 6.3 auf, mit dem das
Abdeckelement 6 auf einen Schweillkragen 2.2.2 anliegend an-
geordnet und mit diesem verschweilt ist, z. B. mittels
KondensatorimpulsschweiBen, wobei der Schweilkragen 2.2.2 an
einem die Aussparung 2.2.1 des zumindest partiell gedffneten

Grundplattenteils 2.2 begrenzenden Randbereich ausgebildet ist.

Das Abdeckelement 6 sowie das geschlossene Grundplattenteil 2.1
und das zumindest partiell gedffnete Grundplattenteil 2.2 kdnnen
aus dem gleichen Material, z. B. aus vernickelten Stahl, ge-
fertigt sein, z. B. wenn die Warmeausdehnungskoeffizienten dies
erfordern. Alternativ kénnen auch unterschiedliche Materialien,
insbesondere verschiedene Metalle, verwendet werden, wenn
thermische Einsatzbedingungen, ein Laminatmaterial, Bedingungen
fir das SchweiBverfahren des Abdeckelements 6 usw. dies er-

moéglichen.

Figur 5 zeigt ein alternatives erfindungsgemédfles Ausfithrungs-
beispiel der elektronischen Komponente 1 in einer perspekti-
vischen Explosionsdarstellung, wobei ein oberer Teil des Ab-
deckelements 6 beabstandet zur elektronischen Komponente 1
dargestellt ist; der Flanschbereich 6.3 ist auf dem zumindest
partiell gedffneten Grundplattenteil 2.2 dargestellt. Figur 6

zeigt das alternative erfindungsgemédfBe Ausfithrungsbeispiel der
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elektronischen Komponente 1 in einer Seitansicht im zusammen-

gesetzten Zustand.

Der Unterschied hierbei zum Ausfihrungsbeispiel gemdB Figur 4
ist, dass das geschlossene Grundplattenteil 2.1 eine geringere
Materialdicke aufweist als das zumindest partiell gedffnete
Grundplattenteil 2.2.

Zusammenfassend wird bei der erfindungsgemalen Losung gegeniiber
dem in Figur 3 beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel die gegen
auBere Einflisse abdichtende Laminatschicht in ihrer Breite auf
eine maximal vom Bauraum zur Verfiigung gestellte Breite und Lange
der elektronischen Komponente 1 erweitert. Dadurch kann eine
Dichtigkeit, insbesondere eine Gasdichtheit, bis zu einer

sogenannten Nachweisgrenze erhdoht werden.

Der Einsatz des zuvor erwdhnten thixotropen Gels kann durch den
erfindungsgemalien Aufbau der elektronischen Komponente 1
vermieden werden, wobei die Verwendung handelsiiblichen Sili-

konkautschuks ausreichend ist.

Die Fixierung des Abdeckelements 6 erfolgt hierbei - wie bereits
erwahnt - iber einen Schweilprozess anstelle eines Laminier-

prozesses. Der Schweilprozess kann sowohl durch ein Kondensator-
impulsschweillen, als auch durch ein Laser- oder Reib-Rithr-

schweilprozess realisiert werden.

Eine Prifung der Dichtigkeit wird durch den erfindungsgemalien
Aufbau der elektronischen Komponente 1 mdglich. Beispielsweise
wird der SchweiBprozess in einer mit Helium gefluteten Kammer
ohne Vakuum durchgefithrt. Alternativ kann auch Helium unmit-
telbar vor dem Schweillen durch das Abdeckelement 6 in den
Schaltungstragerraum gefltillt werden. Die Ermittlung einer
Leckage ist mittels der ebenfalls bereits erwdhnten Heliumsonde

moéglich.,

Der Herstellungsprozess der erfindungsgemdBen elektronischen

Komponente 1 umfasst dabei weniger Schritte gegeniiber dem Stand
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der Technik, indem beispielsweise der zeit- und kostenaufwendige

Laminierprozess des Abdeckelements 6 entfallt.

Da die Leiterplatte 3 iiber ihre gesamte Breite und Lange mit einer
Unterseite auf das geschlossene Grundplattenteil 2.1 laminiert
wird, kann auch hier der Herstellungsprozess vereinfacht werden.
Zudem kann eine Gesamtdicke der Grundplatte 2 auf beispielsweise
ein Drittel beim geschlossenen Grundplattenteil 2.1 gegenlber
dem Stand der Technik reduziert werden, wobei die lbrigen zwei
Drittel fiir das zumindest partiell gedffnete Grundplatten-
teil 2.1 verwendet werden. Damit bleibt eine Aufbauhohe der
elektronischen Komponente 1 gegeniiber dem Stand der Technik
weitestgehend gleich und eine Warmeanbindung der Schaltungs-

anordnung 5 an die Grundplatte 2 wird verbessert.

Der im Randbereich der Aussparung 2.2.1 des zumindest partiell
gedbffneten Grundplattenteils 2.2 ausgebildete SchweiBkra-

gen 2.2.2 ist beispielsweise als Wulst des Randbereichs aus-
bildbar, wobei mittels des SchweiBkragens 2.2.2 eine pro-
zessbedingte Verschmutzung durch Dosieren des Gels vermieden
oder zumindest verringert werden kann. Flir die Verbindung
zwischen der flexiblen Leiterplatte 3 und dem Abdeckelement 6
ist die Verschmutzung der Klebefldche ein hohes Risiko bei der
bisherigen Ausfihrung, wie sie beispielhaft in Figur 3 be-

schrieben ist.
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Patentanspriiche

1. Elektronische Komponente (1), umfassend
- eine Grundplatte (2), aufweisend ein geschlossenes
Grundplattenteil (2.1) und ein zumindest partiell ge-
O0ffnetes Grundplattenteil (2.2), wobei das zumindest
partiell gedffnete Grundplattenteil (2.2) einen
Schweilkragen (2.2.2) aufweist,
- eine Leiterplatte (3), wobei die Leiterplatte (3)
zwischen dem geschlossenen Grundplattenteil (2.1) und dem
zumindest partiell gedffneten Grundplattenteil (2.2)
angeordnet ist,
- einen mit der Leiterplatte (3) verbundenen Schal-
tungstrager (4), wobei der Schaltungstrager (4) in einer
Aussparung (3.1) der Leiterplatte (3) und in einer Aus-
sparung (2.2.1) des zumindest partiell gedffneten
Grundplattenteils (2.2) aufgenommen ist, und
- ein Abdeckelement (6) zum Schutz des Schaltungstra-
gers (4) gegeniliber einer auBeren Umgebung, wobei das
Abdeckelement (6) einen Flanschbereich (6.3) aufweist,
welcher auf dem SchweiBkragen (2.2.2) liegend angeordnet

und mit diesem verschweiRft ist.

2. Elektronische Komponente (1) nach Anspruch 1, wobei das
Abdeckelement (6) metallisch ausgebildet ist.

3. Elektronische Komponente (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
das zumindest partiell gedffnete Grundplattenteil (2.2),
das geschlossene Grundplattenteil (2.1) und das Abdeck-

element (6) metallisch ausgebildet sind.

4, Elektronische Komponente (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei das zumindest partiell gedffnete
Grundplattenteil (2.2) und das geschlossene Grundplat-

tenteil (2.1) verschiedene Materialdicken aufweisen.

5. Elektronische Komponente (1) nach einem der vorhergehenden

Anspriche, wobei der Schweilkragen (2.2.2) in einem die
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10.

15

Aussparung (2.2.1) des zumindest partiell gedffneten
Grundplattenteils (2.2) begrenzenden Randbereichs aus-
gebildet ist.

Elektronische Komponente (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei der Schweilkragen (2.2.2) und der

Flanschbereich (6.3) umlaufend ausgebildet sind.

Elektronische Komponente (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei der Schaltungstrdger (4) mit dem ge-

schlossenen Grundplattenteil (2.1) adhasiv verbunden ist.

Elektronische Komponente (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei der Schaltungstrdger (4) eine Schal-
tungsanordnung (5) aufweist, die iber eine Anzahl an
Bonddrahten (9) elektrisch leitend mit der Leiterplat-

te (3) verbunden ist.

Verfahren zur Herstellung einer elektronischen Kompo-
nente (1) gemalB einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei
- die Leiterplatte (3) beidseitig mit einem Laminat (L)
versehen wird,

- die Leiterplatte (3) zwischen das geschlossene Grund-
plattenteil (2.1) und das zumindest partiell gedffnete
Grundplattenteil (2.2) angeordnet wird und unter Aus-
bildung eines Laminatverbunds mit diesen stoffschliissig
verbunden wird, und

- das Abdeckelement (6) mit dem Flanschbereich (6.3) auf
den Schweilkragen (2.2.2) aufgesetzt und mit diesem

verschweillt wird.

Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass zum Schweilen des Abdeck-
elements (6) ein Kondensatorimpulsschweilen durchgefihrt

wird.
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